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その他

医療・医薬品事業

当社グループの報告セグメント

電子機器用部材事業

PWB用部材を始めとする電子部品用
化学品部材の製造販売及び仕入販売

医療用医薬品・医療用医薬部外品
その他に関する開発・製造販売

染料・顔料等の化学品の製造販売、
自然エネルギーによる発電事業及び
ソフトウェア開発等
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電子機器用部材事業 用語説明

用語 内容

PWB

(Printed Wiring Board)
プリント配線板

SR

(Solder Resist)
ソルダーレジスト（レジストインキ）

PKG

(Package) 
半導体パッケージ
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電子機器用部材事業 製品分野

分野 分類 性状 用途

PWB用
絶縁材料

リジッド

高機能品

液状

表層保護・絶縁用 ＳＲ材料

汎用品

PKG
液状
／ドライフィルム

フレキ
液状
／ドライフィルム

ビルドアップ
液状
／ドライフィルム

層間絶縁・穴埋め用 ビルドアップ材料

その他
関連商材

その他 液状
マーキング・エッチング・めっき用材料
フラックス・溶剤等・導電性銀ペースト
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医療・医薬品事業 用語説明

用語 内容

長期収載品
新薬として発売された後に特許が切れ、同じ効能・効果を
持つ後発医薬品（ジェネリック医薬品）が発売されている薬

CDMO
主に製薬企業から医薬品などの製造を受託するビジネス
（Contract Development Manufacturing Organization）

GMP
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準
（Good Manufacturing Practice）
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決算概要
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2020年3月期 第3四半期 トピックス

売上高は前年同期比で126%増加
（主要因）10月承継の太陽ファルマテック㈱の売上寄与による

医療・
医薬品事業

㈱遺伝子治療研究所と資本業務提携に関する基本合意書を締結
医療・

医薬品事業

売上高は前年同期比で1%減少
（主要因）車載向けリジット高機能品の減少による

電子機器用
部材事業

ベトナム・ハノイに新会社（工場）の設立を決議
電子機器用
部材事業

電子機器用
部材事業

PKG用DFの売上は過去最高を記録
（主要因）半導体市場の底打ち・スマホ市場の回復による
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電子機器用部材事業

ベトナム・ハノイに新会社（工場）を設立
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医療・医薬品事業

出資先：遺伝子治療研究所
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2019年3月期

第3四半期

2020年3月期

第3四半期

2020年3月期

通期

累計実績 累計実績 前期比 増減率 業績予想 進捗率

売上高 45,737 52,312 +6,575 +14% 71,000 74%

営業利益 7,578 6,844 -734 -10% 8,300 82%

経常利益 7,507 6,704 -803 -11% 8,000 84%

親会社株主に帰属

する四半期純利益
5,418 4,964 -454 -8% 6,400 78%

円・USDレート 110.8 109.1

連結業績サマリ 単位：百万円

連結業績

※2019年3月期に実施したMNT社・サウマネジメント社との企業結合について暫定的な会計処理を行っておりましたが、会計処理の確定に伴い過去開示数値と差異が
発生しております

※

※

※
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37,696 37,384

電子機器用部材事業 医療・医薬品事業 その他

8,617 8,019

電子機器用部材事業 医療・医薬品事業 その他 全社費用

23% 2%

-10% 

21% 7%

-6% 

セグメント別：売上高 単位：百万円

セグメント別：営業利益 単位：百万円

2019年3月期3Q

2020年3月期3Q

営業利益率

セグメント別売上高・営業利益

845

-253
-156

-872
-1,845

87

5,463

12,356

2,5942,664

※当第3四半期連結累計期間より、従来、全社費用として差異調整に関する事項に含めていたのれんの償却額を、各報告セグメントに配分しております
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売上高・営業利益 四半期別推移

四半期別推移：売上高/営業利益 単位：百万円

●

売上高（左軸）

営業利益（右軸）
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BS前期比較

BSの概況

※たな卸資産：商品及び製品+仕掛品+原材料及び貯蔵品
* 借入金：短期借入金+1年内返済予定の長期借入金+長期借入金

自己資本比率 66.4% 48.1% -18.3%

12
単位：百万円

19/3末 19/12末 増減 19/3末 19/12末 増減

現金及び預金 31,340 29,096 -2,244 借入金
※ 20,307 58,896 38,589

受取手形及び売掛金 16,610 20,803 4,193 支払手形及び買掛金 6,285 7,912 1,627

たな卸資産※ 8,447 12,228 3,781 その他 8,553 9,679 1,126

その他 1,738 1,675 -63

流動資産合計 58,136 63,804 5,668 負債合計 35,146 76,486 41,340

有形固定資産 22,313 45,645 23,332 株主資本 69,336 70,865 1,529

無形固定資産 21,436 33,954 12,518 その他 846 373 -473

その他 3,779 4,628 849 非支配持分 337 306 -31

固定資産合計 47,529 84,228 36,699 純資産合計 70,520 71,546 1,026

資産合計 105,666 148,032 42,366 負債純資産合計 105,666 148,032 42,366



16,334

9,383 9,129

2,167

683

15,724

9,167
9,689

2,229

575

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

18,000

リジッド高機能 リジッド汎用 PKG ビルドアップ/フレキ その他

電子機器用部材事業

製品区分別売上高 単位：百万円

2019年3月期3Q

2020年3月期3Q

※2020年3月期より製品分類を一部見直したため、過去開示数値と差異が発生しております
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1,085

1,883
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売上高 営業利益 EBITDA 単位：百万円

医療・医薬品事業

売上高 営業利益

1,172

E B I T D A ※

販売権償却費

減 価 償 却 費

のれん償却費

営 業 利 益

※EBITDA=営業利益+販売権償却費+減価償却費+のれん償却費

2,728

87

845

2019年3月期3Q

2020年3月期3Q
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